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第一季度规模以上电子信息制造业增加值同比增长13%

第一季度，我国电子信息制造业生产稳
步增长，出口持续回升，效益继续改善，投资
保持较高增速，地区间营收分化明显。

生产稳步增长

第一季度，规模以上电子信息制造业增
加值同比增长13%，增速分别比同期工业、高
技术制造业高 6.9 个和 5.5 个百分点。3 月
份，规模以上电子信息制造业增加值同比增
长10.6%。

第一季度，主要产品中，手机产量3.74亿
台，同比增长13.6%，其中智能手机产量2.76
亿台，同比增长16.7%；微型计算机设备产量
7404万台，同比下降0.8%；集成电路产量981
亿块，同比增长40%。

出口持续回升

第一季度，规模以上电子信息制造业累
计实现出口交货值同比下降2.6%，较1—2月
份提高2.2个百分点，比同期工业低3.4个百
分点。3月份，规模以上电子信息制造业实
现出口交货值同比增长1.2%。

据海关总署统计，第一季度，我国出口笔
记本电脑3232万台，同比增长11.5%；出口手
机 1.81 亿台，同比增长 6.3%；出口集成电路
624亿个，同比增长3%。

效益继续改善

第一季度，规模以上电子信息制造业实
现营业收入 3.44 万亿元，同比增长 6.7%，较
1—2 月份回落 1.5 个百分点；营业成本 3.01
万亿元，同比增长6%；实现利润总额1009亿
元，同比增长 82.5%；营业收入利润率为
2.9%，较 1—2 月份增加 0.9 个百分点。3 月
份，规模以上电子信息制造业营业收入1.3万
亿元，同比增长4.4%。

投资保持较高增速

第一季度，电子信息制造业固定资产投
资同比增长14.3%，较1—2月份回落0.5个百

分点，比同期工业、高技术制造业投资增速
分别高0.9个和3.5个百分点。

地区间营收分化明显

第一季度，规模以上电子信息制造业东
部地区实现营业收入24015亿元，同比增长
10.5%，较1—2月份回落3.2个百分点；中部

地区实现营业收入 5512 亿元，同比增长
3.6%，较1—2月份提高6.5个百分点；西部地
区实现营业收入4648亿元，同比下降4.1%，
较1—2月份降幅加深1.4个百分点；东北地
区 实 现 营 业 收 入 192.6 亿 元 ，同 比 下 降
35.5%，较1—2月份下降40.1个百分点。四
个地区电子信息制造业营业收入占全国比
重分别为69.9%、16%、13.5%和0.6%。

3月份，东部地区实现营业收入9108亿
元，同比增长5.6%，中部地区实现营业收入
2015亿元，同比增长17.2%；西部地区实现营
业收入1811亿元，同比下降6.3%；东北地区
实现营业收入73.7亿元，同比下降60.2%。

第一季度，规模以上电子信息制造业京
津冀地区实现营业收入1871亿元、同比增长
17.5%，较1—2月份回落4.2个百分点，营收

占全国比重5.4%；长三角地区实现营业收入
9598亿元、同比增长6.7%，较1—2月份回落
1.2个百分点，营收占全国比重27.9%。

注：1. 文中统计数据除注明外，其余均
为国家统计局数据或据此测算。

2. 文中“电子信息制造业”与国民经济
行业分类中的“计算机、通信和其他电子设
备制造业”为同一口径。
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（上接第1版）
此外，卫星上天离开箭体后，如何多次分

批地将卫星送到不同轨道，也是值得关注
的关键点之一。设计团队要考虑卫星不同
的解锁方式和分离能源所带来的运动偏差。

亟须联合攻关共性技术难题

商业航天企业在研发、生产上有共性
需求，行业也呼唤共享技术平台、制造平
台、试验平台，提升研发效能。

记者近日从北京市经开区获悉，北京亦
庄将打造“空天街区”，建设全国首个商业航
天共性科研生产基地，筹建可重复使用火箭
技术创新中心，旨在服务商业航天企业，协
同各方力量攻克火箭重复使用等难题。

“共享制造工厂将帮助企业降低研发
生产的成本，减轻企业负担，同时也提高设
备利用效率。”北京经开区相关负责人介
绍，“我们通过搭建产业协作平台，推动上
下游企业紧密合作，形成完整、高效的产业
链体系。同时，探索多元化资金筹措，为火
箭企业提供稳定资金支持。”

可重复使用火箭是近年来全球商业航
天领域的热词，也是世界航天产业发展和国
际商业航天竞争的前沿方向。但不能回避的
是，国内商业火箭仍面临着陆缓冲、液氧甲
烷发动机、海上回收平台稳定性等多个技术
难题。北京经开区相关负责人介绍，可重复
使用火箭技术创新中心也将加强人才培育，
强化培训交流，为火箭技术研发提供支撑，
完善生态体系，推动商业航天发展。

降本增效是商业火箭公司的共同追
求。当前，绝大部分公司都将研发资源的重
点投入到如“重复使用火箭”“一箭多星”等
相同技术路线，业界出现了对同质化竞争
的担忧。

对此，廉洁认为，现在攻关这些难题的
公司反而是太少了。“毋庸置疑我们现在与
美国SpaceX的技术还存在代差，这个时候
更需要发挥行业的力量，合力开展关键技
术研究验证。”廉洁说，“一枝独秀不是春，
百花齐放春满园。就我们公司来说，一点都
不担心有更多方介入。只有更多人去做这
个事情，才能提供更多观点、更多视角，最
终形成中国原创、中国特色的技术。”

鼓励创新也要接受失败

2023 年 4 月 ，“ 人 类 最 大 运 载 火

箭”——SpaceX的“星舰”超重型火箭进行
了首次轨道飞行，但火箭成功点火升空几
分钟后，在半空中爆炸，发射以失败告终。
然而，爆炸瞬间，SpaceX 公司却响起了一
篇欢呼。“祝贺SpaceX 团队！为几个月后
的下一次测试发射吸取了很多东西。”发射
失败后，SpaceX 创始人埃隆·马斯克写下
了这条推文。

“我国商业航天从原来追求100%成功
发射率，转变为容忍少量失败，靠商业保险
平衡经济成本，这样能更快发射更多卫星，
也能显著增强企业的‘国际竞争力’。”航天
宏图总经理廖通逵对记者表示。

对于商业火箭公司来说，逐梦航天的
过程中坎坷与艰险在所难免。总结失败，
分析失败，才是成事的关键。

2019年7月，星际荣耀“双曲线一号”
遥一火箭发射成功，这是我国民营航天首
次成功入轨，但在 2021 年 2 月、2021 年 8
月、2022年5月的三次发射全部失利。“每
一次失利后，我们都从技术上、管理上寻找
公司的风险和隐患并进行排除。也是因为
这几次的失利，我们产品的可靠性、整个研
制流程的规范性、研制队伍每一个人的质
量意识都得到了长足的提升。”星际荣耀副
总经理姜沂表示。

经过多年努力，如今星际荣耀已实现
了火箭各系统各专业技术的自主研发。
2023 年 11 月，星际荣耀的“双曲线二
号”验证火箭在酒泉卫星发射中心进行了
垂直回收试验，这枚火箭采用了重复使用
技术，代表着中国的商业航天拿到了可重
复使用火箭的入场券。目前，他们正在进
行“双曲线三号”中大型可重复使用液氧
甲烷运载火箭的研发与制造，计划于
2025 年首飞。该火箭有望成为国内首枚
实现“入轨＋回收”的可重复使用液体运
载火箭。

在廉洁看来，很多工作要做在火箭发
射之前，比如把火箭发射的方案做扎实，用
充分的设计去保障整个火箭的安全性；地
面试验要非常充分，验证所有设计的可靠
性。“我们的‘力箭一号’火箭在研制过程中
一共开展了151项、761次地面试验，在将
近一年半的时间内，反复进行设计工作和
试验工作。”他说道。

“面对现在商业火箭公司出现发射失
败的情况，还是要尽快形成批量发射服务
能力，通过规模化实现盈利收入增长，平衡
前期失败的成本。”廉洁说。

商业火箭市场悄然开启
（上接第1版）此外，记者从黑芝麻智能发布
会中了解到，华山系列A2000家族产品将于
今年问世。

要实现高效的数据处理，不仅需要算力
芯片的性能升级，也需要通信芯片保证数据
传输速率以及稳定性和安全性。其中，车载
以太网芯片凭借其高带宽的特性正逐渐成
为智能化汽车车内通信的主要选择。

“车载以太网芯片的创新方向主要集中
在高带宽、高可靠、高安全性以及确定性等
方面。”国科天迅副总经理徐俊亭告诉《中国
电子报》记者。本次车展上，国科天迅展示了
车载以太网TSN交换芯片TAS2010，目前已
搭载于一汽红旗某车型，并完成百万公里路
试。在TSN技术加持下，以太网芯片可以在
保持高带宽的同时，进一步增强数据传输的
实时性。

同时，拓展接口类型和数量也能有效提
升以太网芯片的性能。神经元在展会期间发
布新品KD6610 TSN以太网交换芯片，提供
了包含 PCIe2.0 在内的 9 个对外接口。神经
元总经理薛百华向记者表示，多样的接口允
许更多种类的数据接入系统中，对客户而言
更具灵活性。

在算力和通信之外，整车系统的算力提
升，必然会对汽车存储芯片的性能、能效、安
全提出更高要求。记者看到，得一微在展会
推出车规级 eMMC 存储器产品，可应用于
数字仪表、T-Box、ADAS、智能座舱、车载信
息娱乐系统、事件记录仪等多个场景。

“随着汽车智能化、网联化的深入发展，
汽车存储芯片的需求将持续增长。”得一微
电子市场总监罗挺向《中国电子报》记者表
示。他认为，存储芯片需要为数据提供端到
端的保护作用，并且要兼顾高效能和低耗电
量，此外，由于汽车行驶环境较为复杂，存储
芯片为保证数据安全性，还需具备对高温差
环境的适应性。

芯片走向高集成

提供更高性价比

虽然更高性能是车企的永恒追求，但
记者注意到，在本次车展上，车企不再单
纯堆高算力，而是更加倾向于以系统级思
维统筹软硬件，实现更高集成度和性价
比，以期为消费者带来体验更好、价格更
优的整车产品。

在芯擎科技展台，记者看到了一套单芯
片“舱泊行一体”的解决方案。工作人员向记
者表示，该方案最高同时支持7块车载高清
显示屏，包括显示行驶导航信息的HUD抬
头显示屏，能够展示3D车模和车辆行驶状
态信息的仪表屏，支持乘客玩3D游戏和手

游的游戏屏，能观看在线视频的视频显示
屏，以及基于同一块芯片实现的辅助驾驶功
能的智能驾驶屏。而在背后起到支撑作用
的，是芯擎科技面向“舱泊行一体”平台推出
的“龍鹰一号”车规处理器。

芯擎科技创始人、董事兼CEO汪凯博士
在接受《中国电子报》记者专访时表示，想真
正提高性价比，不仅要挖掘芯片本身的潜力，
更重要的是能给车厂提供更加系统化的方
案，如果能够用一颗芯片取代两颗，甚至更多
芯片，那么就可以给车厂带来更多经济效益。

除了舱泊行一体，跨域计算也颇受关注。
本次车展中，黑芝麻智能展示了武当系列
C1200跨域计算芯片平台的新品C1296。记
者了解到，C1296采用了硬隔离与Hypervisor
相结合的跨域架构，单颗芯片不仅能实现

“舱+驾+泊”的融合，也能满足包括CMS（电
子后视镜）系统、行泊一体、整车计算、信息娱
乐系统、智能大灯、舱内感知系统等多种跨域
计算场景，进一步提升芯片产品性价比。

而面向下一阶段的高集成度要求，“舱
驾融合”“舱驾一体”也成为本次车展的热
词。舱驾融合以单个SoC芯片满足自动驾
驶和智能座舱需求，以提升整车智能化集
成度。在降低整车开发成本的同时，也有
望为广大消费者带来更加流畅、多模态的
交互体验。

“舱驾一体不仅让车企可以少用一块芯
片，更重要的是让整车系统接入更加丰富、
创新的应用，调动整个行业的智驾、座舱生
态，更深入地参与到汽车智能化的进程中。”
卓驭科技负责人在接受《中国电子报》专访
时表示。在本次车展上，卓驭科技展示了基
于高通推出的 Snapdragon Ride Flex SoC
（骁龙8775）打造的驾舱一体解决方案，计划
于2025年完成SOP。

在舱、驾、泊等备受消费者关注的功能
之外，智能化汽车要实现更多具有想象力的
功能，也需要提升其他车身子系统的硬件集
成度。

以照明为例，当前，LED车灯渗透率迅
速提升，ADB大灯配置门槛下探，汽车氛围
灯装车率倍速增长。汽车照明方案已进入

“像素级”搏杀，已有智能车灯达到“百万级
像素”，且动态效果更加复杂。作为汽车三大
安全件之一的汽车照明系统，也呈现出减少
控制器数量的趋势。英迪芯微发布了一系列
集成度更高的LED驱动新品，单芯片可实现
颜色校准算法处理、电源管理、GPIO控制、
LED驱动等功能，从而实现降本的效果。

“汽车芯片的创新可以分三个阶段。在当
前阶段，算力还是非常重要的，要考虑通过更
先进的制程提升算力；其次要考虑的是汽车
的安全性和可靠性；第三个阶段要考虑整个
系统的成本和更高阶的需求。”汪凯告诉记

者，“在设计芯片的时候，要从系统的需求出
发，将芯片功能与软件进行结合，才能在发挥
更高性能的同时，提供更好的性价比。”

车芯全产业链创新

为整车升级护航

汽车芯片的迭代升级，离不开产业链上
下游的协作和支持。记者在观展过程中，也
注意到来自材料、EDA等汽车产业链上游企
业的成果和努力。

在材料方面，SOI硅片（绝缘体上硅）以
其独特的优势，在汽车芯片制造领域展现出
了广阔的应用前景。据悉，SOI 材料具备高
可靠、低功耗、耐高温高压/负压等特性，可
以在 IVN（车载网络）中，通过 CAN 或 LIN
接口芯片的应用，实现车内不同域芯片在复
杂情况下的可靠稳定运行。

新傲芯翼在现场展示了其 12 英寸的
SOI硅片，据了解，除IVN外，SOI材料也适
用于汽车驱动系统中的驱动 IC，且能在
BMS（电池管理系统）中保证对电池的精准
监测和管理。

“在汽车芯片制造领域，SOI 技术的应
用正逐渐普及。”上海硅产业集团股份有限
公司执行副总裁、新傲芯翼总经理李炜对

《中国电子报》记者说，“无论是用于车身控
制、底盘管理，还是动力驱动等系统，SOI技
术都能够显著提升芯片的可靠性和稳定性，
降低能耗，助力汽车电子系统的升级换代，
为汽车行业的智能化、网联化、电动化发展
提供强有力的支持。”

此外，车企及芯片企业在市场竞争中越
发追求成本压缩，这其中的成本不仅包括资
金投入，也包括时间成本。EDA领域的创新
将有效缩短芯片设计周期，从而加速芯片交
付和应用上车。

为此，芯华章在展会期间发布PIL处理
器在环仿真解决方案，通过打通从场景到算
法到芯片的系统级仿真，将HIL硬件在环测
试、软硬件协同开发和测试提早18个月，加
速芯片上车应用。

“对于汽车芯片设计企业而言，想要设
计的功能太过繁杂可能会造成成本浪费，而
设计的功能太精简又可能导致无法支持某
些特定场景。因此，环仿真解决方案意味着
在预先设定成本的前提下允许厂商设计一
个恰到好处的产品，从而实现软硬件的解耦
和全栈打通。”芯华章副总裁、汽车电子事业
部总经理胡晨辉向记者表示。据了解，芯华
章 PIL 处理器在环仿真解决方案可实现三
个“由三变一”，即设计验证的三步缩短至一
步、系统上车时间从三年缩短至一年、成本
节约三分之一。


